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l»m f olgwidMi AngabMi sind dMi vom Annwldw •fngmiditan 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

<g) Chipkarte mit integrierter Batteiie 

® Es wird ein Verfahren zur Heratellung einer Chfplcarte 

mit integrierter Batterie vorgeschiagen, wobei anstelle 

der Integration einer vorgefertigten Batteria die Fertigung 

der Batterie in den HeratellungsprozeB der Chipkarte inte- 

griert wird. Dazu wird eine Lertert>ahnstrulctur (8) atif eine 

Tragenschlcht (6) aufgebracht In einem Teitbereich |8b) 

der Laiterfaahnatruktur (8), die ala Elefctrode fur die Batte- 
rie (3) diont, wird ein Elektrolyt (11) in Form einer Etektro- 

iytpaste aufgedruckt Oder uber eine Maske aufgetragen 

Oder in Form einer Eiektrolytfolio aufgaMekiL DarOber 

wird eina Deckfolie (5) mit einer Gegenleherbahnstrufctur 

(9) so auflaminieit daS ein Teitbereich (9b) der Gegeniei- 

terbahnatruktur (9) die Gegenelektrode fOr die Batterie (3) 

bildet 

Dfese Konstruktfon ist besonders vorteilhaft fur Chipkar^ 
ten mit Displays (2), da die Qektroden (8b, 9b) der Batterie 
p (3) in einem Arbehsgang mft den Elektroden (Sc, 9c) des 
Displays (2) gefertigt werden kdnnen. 
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Beschreibung 

DieErfinduDg betrifft eio \%rfiahren zurHeistellung 
Clupkaite mit integrierter Batterie oacb dcr Gattimg des 
Hauptanspnichs sowie cine ents^sccheode Qupkaite nacb 
der Gaming des oebengeozxlneteD Anspruchs 8. 

t)blicherweise werden die elektrischen Bauteile eioer 
Chipkarte von auBen nut Strom vetscfgt, beispidsweise 
wihrend die Qiipkaite im Ternunal eines Bankautomateo 
cingcfiihrt isL Neucic Auwcndungcn sebeo voc; Dateo aus 
der Karte unabbSngig von einem solchen Ifennmal «M**«*yrn 
und anzuzeigen und erfordem dazu die Integradoo eioer 
StromqueUe umnittelbar in die Karte. Bn typiscfaer Anweo- 
duogs&U laeifQr ist die sogenannte GekOoite mit Disgltxf 
zur Aozeige des auf der Karte noch verfflgbaieo Oeldbe- 
trags. 

Chipkarten sind durch eioe ISO-Nonn in ihien Dimensio- 
nen, insbesondere aucb der maxiznalen Dicke, genonnl. Ein 
generelles Problem besteht deshalb darin, leistungsfShige 
Batteiien beizusteOen, die dlinn genug sind, um in Chipkar- 
ten integriert werden zu kdnnen. Aus der V^iitscbaftswocbe 
21. Januar 1999, Wolfgang Kempken. DQnn wie Papier*, 
ist eine Batterie bekannt, bd der (£e Elektioden aus haucb- 
dOnneo Fcdien aus Manganoxid und Litbiuro bestehen, zwi- 
scbeo denen als ELektrolyt eine dOnne Speztalkunststoff- 
sdndit angeoidnet IsL Die Elekirodeo weisea QbEche An- 
schluBflScben zur Verbindung der Batterie mit den Leiter^ 
bahnen der Chipkaite auf. 

Von der Firma R C. R.-Hectro<!heniical Research, Ltd. 
76117 Rebovot, NL, wird weiter eine ultradOnne, scbicfat- 
weise aufgebaute Batterie fOr Qupkaiteo angeboten, die als 
RHISS-Batterie bekannt ist (RHISS » rechargeable hydro- 
gen ion solid state electrolyte). Die RHISS-Batterie ist zwi- 
scben 035 und 0,70 mm dOzm. wird in einem Battniepack 
isotieit undin die Cbipkarte eingesetzt, um dort mit den Lei- 
terbabneo der CUpkazte fiber ^^K^Bood-DriOitB veibuadea 
zu werden. 

Aufgabe der vorliegenden EMnduQg ist es, das Konzept 
der Batterieintegration in Chipkarten Itoichtlidi Fertigung 
und LdstuQgs^gkeit weiter zu verfoessezn. 

Diese Aufgabe wird gelSst durch ein ^%rfafaren mit den 
Merkmalen des Hauptanqprudis sowic durch erne Chip* 
kazte, wie sic im Dd>engeordoeten Produktan^nruch 8 ange- 
geben ist Die Ldsung zei cfanet sicb dadurch aus, dafi auf die 
Ekktroden, die einezseits mit dem Qektrolyt und anderer- 
seiss mit den Leiterbahnen der Cbipkarte in Verbindung 
sind, vemchtet wird. Standessen werden die Leiteibahiien 
so ausgebildet, daB sie selbst die gcgoopoHgen Eleknadea 
fUr den Elektrolyten bilden. Dazu wird der Eleklzolyt als Fft- 
ste oder'als Foixe auf denjemgen Ibil der Leiteibahn anfge- 
bracbt, der die eigentlicbe ELektrode ersetzt, und ttber dem 
Elektrolyt wird die Gegenleitetbahn so angeoidnet, daB ein 
Tnl dieser Gegenleiteibahn die Gegeoelektrode fikr den 
Elektrolyt bildet Auf diese Weise entfallen gesondeite Bat- 
terieelektrodeoscbicbten, wie sie in den bek^mten Batterie* 
koozqMen voigesebea sind. Das crfindungsgem^ \^ab- 
ren bietet dadioch den \brtcil, dafi fOr den Elektrolyieo dn 
grOBerar Bauraum zur VerfUgung stebt, so daB die Nocm- 
dicke filrChiptoen dngehalten werden kann. Deswdteren 
kaim die Batterie unnuttelbar wBfazend der Qupkaitenfeiti- 
gung heigcsieUi werden und braucfat mcht als separates Zu- 
lieferteil in die Karte integriert zu werden. Dadiffch entfSUt 
das Bonden der Ekktroden an die Leiterbahnen, wodurch 
(he Fertigung kostengOnstiger wird. Zudem kann die Batte- 
rie je nach Cbipkarte individuell an die Chipkartengeome- 
trie und die Leistungsanforderungen bei der Chipkaitenfer- 
dguag angepafit werden. 

FOr Chipkarten mit Displays agibt sicb ein besonderer 



Maiteil daraus, daB diese ohnehin benits Elektrodea filr das 
Di^y aufweisen, wobet cfiese Elektroden abUcherwdse 
einen integralen Bestandteil der Leiterbabnen bilden. Indem 
diese Leiterbahnen nmmiehr zusitzlich Ibilbereicfae aufwei- 

s sen, die akg^enpolige Elektroden fOr den Bcktrolytendie- 
nen, kann die Batterieferdguog ohne wescnthcheo Aufwand 
in eine Disphycfaipkartenfertigung integriert werden. Als 
zusitzlicber Scbritt ist nur das Aufbringen des Hektrolyten 
ertbrderlicb. DafOr entfallen das Hnsetzen einer besondetca 

to Batterie und das dektriscbe AnscfalieBen der Lciterbahneo 
an die BatteiieanschluBflachen. 

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 
dieZeicfanung niher erliutert £s zeigen: 
Fig. 1 doe Chipkaite scbematisch in Draufsicht und 

15 F^ 2 eine Chipkaite sdwrnatSschimQueischoitt 

In Fig. 1 ist cine Chipkarte 10 mit in die Chipkaite inte> 
griertem Chip 1 dazgestellt Beispielhaft wird dabd voo ei- 
ner kontaktlosen Chipkarte ausgegangen, weshalb der im 
Inneren der Chipkarte 10 angeordnete Chip 1 strichliert an- 

20 gedeutet ist IMe Erfindung ist aber gleichermaSen mr kon* 
taktierende Kazten oder Dual-Interface-Karten, bei denea 
die DatenObertiagung mittels an der Kartenoberfl&cbe lie- 
gender KontaktflSchen erfolgt, anwendbac Die in Fig. 1 dar^ 
gestellte kontaktlose Karte besitzt fOr den Datentransfer mit 

2S extenieoGer8tBDeineAntennenspule4,diemitdemChipl 
ilber eine nidit daigestellie dektriscbe Verbindung dek- 
trisch Idtend veibunden ist Die Antennen^e 4 befindet 
sidi, wie duich stzichlierte DarsteUung angedeutet, ebenfaUs 
im Inneren der Chipkarte 10. Weiteriiin besitzt die Karte 10 

30 dn Display Z, das (fie Anzdge von Daten aus dem Chip ler» 
laubt Das Display 2 kaim gletchzdtig als l^tatur fungie- 
len. Einen wdteren Bestandtdl der Chipkarte 10 bildet eine 
Batterie 3, die, wie durch strichlierte DarsteUung angedeu- 
tet, d)enfalls in das Innere der Chipkarte 10 integriert ist 

35 Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dazgestellte Chipkarte 10 scbe- 
matisch im Querscfanitt Die DarsteUung dient dabd ledig- 
fidi zur >feranscbau]ichung der die Chipkarte bildenden Be- 
s ta nd t cile und leprasendeit nidit die MsrhSltnisse in einer 
vealen Chipkaite mit Nonndicke. Die Kacte 10 besteht aus 

40 einer TVSgerschicht 6, einer Kaitenkdrperschicbt 7 und einer 
Decksdu(^ 5. Zwiscbeo IHgerschicht 6 und Decksddcbt 5 
sind die elektionischen Bauelemente angeocdnel, "gnKdi 
der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 
nicht dargestelUe, Spule 4. 

45 Die Chipkarte 10 wird scfariuweise auf der IVSgerscfaicht 
6 aufgebaut. Zun9cbst wird eine Ldterbahnstruktur 8 auf die 
IMgenchicht 6 aufgebracht, bdspielsweise durcb Aufdruk- 
kcD Oder im Atzverfohren. Die Ldterbahnstruktur 8 gliedeit 
sidi in mehreie Beidche 8a, 8b, 8c Ein erster Bccdch 8a 

so diem dabd zur AiMndung des Chips 1 an die Ldteibahn* 
struktur 8. Ein zwdter Bereich 8b bUdet eine eiste Elekuode 
ftlr die Batterie 3, (fieinsgesamtausElektiode8b,EldaRdyt 
U und Gegeoelektrode 9b besteht Ein wdterer Berdcfa 8c 
bildet femer dne Bektrode fOi das Di^lay 2, das tnsgesamt 

55 ausEiektrode8caktiverScfaicfatl2unda^nelektiode9t 
besteht Gleichzddg mit der Ldterbahnstruktur 8 wild 
zweckmSBig die Antennenspule 4 reaiisiert. 

Auf der Ldterbahnstruktur 8 werden die einzeinen elek- 
tronischen Baudemente aufgebaut Dabd wird der Chip 1 

a bdspidswdse m Flip-Chip-lbchnotogie mU dem Berdcb 
8a der Lexteibahnstnikuir 8 elekliiscb vobundeiL 

Auf den Bcreich 8b der Ldterbahnstruktur 8 wild sodann 
dn fester Elektrolyt 11 aufgcteacbt Das Elektiolytmaterial 
kann beispielsweise eine Hektrolytpaste oder eine Elektro- 

65 lytfohe setn, wie rie aus dem eingangs wiedergegebenen 
Stand der Technik bekannt sind. Als Paste wild der Elektro- 
lyt vQiteUbaft aufgednickt, etwa im Siebdmckverfahren, 
oder Ober eine Maske aufgctragcn. Die Verwendung einer 
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Paste hat den Votttal, daB dieFixienmg desBdctiolytco ei&> 
fachisL 

Auf den Teilbereich 8c der Leiteibafanstniktur 8 wixd eine 
aktive Schicbt 12 fUr das Display 2 auf gebracht Bei dem da> 
fOr verweodeteQ Material kann es sicfa urn FlQssigkristalle 5 
bandeln, die ihrcn Zustand zwischen opak und transparent 
wcchseln, bcispielswcisc FLC, ChLCD odcr PDLC Aha- 
nadv kommen aktiv leuchtende Sto£fe in Betiacht, d. h. Ma- 
terialiea, die bei Anlegca einer Spannung aktiv leucbten, 
bcispielsweise LEDs, ELDs odcr OLEDs. Das Display 2 10 
kano gleichzeidg die Fuoktion einer l^tatur besilzen. Auf- 
bau imdFunktioiBweise does sotehen Displays siod detail- 
liert la der deutscfacn PnfrntaninftMiing Nr> 198 28 978^ be- 
schriefaen, auf die hiexzu ausdiOckHcfa verwieseo wild. Der 
BeieichScderLateibabnstnikturSbildeceineElektiodeflfr 13 
die aldive Schicbt 12 des Displays X 

\br Oder nacb dem Aufbau der elektioniscben Bauteile 
auf der IVigerscbicht 6 wild auf der IVageischicht 6 eine 
Kaitenkdrperscbicht 7 angeordnet, die Ausspaningen fOr die 
elektioniscben Bauteile beatzt Die Kartenkdipeiscfaicht 7 20 
wild auf der T^geischicht 6 auflaminieit. Der Lamimervot^ 
gang kann gegebeoenfalls zusammen mit der Deckfolie 5 
erfolgeo. 

Dbcr der Kartenkficperschicbt 7 und den auf der lYager- 
scfaicfat 6 aufgebauten elektiDmschea Bauteilen wild <fie 2S 
Dedcschichi 5 angeonlneL Auf der dem KaiteoimieieD zii* 
gewaodten Seite der Deckscfaicht 5 wird dabet eine tiegeo- 
Idtabahnstiukiur 9 angelegt. ZweckmSBig wild die Gego- 
leiteibahnstroktur 9 gleichfalls durch Aufdrucken oder im 
Atzvetfahren erzeugt und gliedeit sicb in Tbiibeieiche 9b 30 
und 9c. Die Oliederung der Gegenldtetbabnstruktur 9 ist so 
ausgebildet, daB der Tdlbeieich 9c eine Oegenelektrode zur 
Elektrode 8c des Displays 2 bildet, w^brend der Ibilbereidi 
9bimBereichderBatterie3 angelegt ist, so da8 er eine Oe- 
genelektrode zur Elektrode 8b der Batterie 9 bildet Die die 35 
Elektiodea des Di^ys 2 bUdeodea Itile 8c und 9e voa 
Ldterbabo- bzw. Gegeoleiteibahnstiuktur mOssen dabei le- 
diglicb elektrisdi leitnOiig sein. Die <fie Elektioden der Bat- 
teries bildendeo Trite 8b und 9b inQssen daiObeiliioaus ge- 
genpoUgsein, so daB sieals Anode und Kathode eine Strom- 40 
richtung defimeten. £s kann daher zweckmilfiig sein, zumin- 
desteine Ldterbahnstruktur aus zwei unterscUedlichen Ma- 
terialien zusammenzusetzen. Bcispielsweise kann die Ge- 
genleiteibahnstrukrur 9 im Teilbereich 9b aus einem besoo- 
dexen Hlektrodemnaierial heigestellt weiden, wahtend alle 45 
anderen Teilbereicbe 8a, 8b, 8c und 9c der Leiteibahnsuuk- 
turen 8 und 9 aus Imdiumzinnoxid (TPO) bestehen. 

Im FaUe einer Chipkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dazgestellt ist, soUten fener Deckscbicfat 5 und Oe- 
genelektrode 9c des Disfdays 2 iraiuparent setn, damit £e so 
aktive Schicht 12 von auBen erkennbar ist Als Material fOt 
die Gegenleiteibahnstruktur 9 bietet sicb deshalb Imdium- 
zinnoxid (ITO) an, das tran^>arent ist Abgesehen von dem 
Displaybereich ist die dem Karteninneren zugewandte Seite 
der transpaienten Deckscfaicht 5 bedruckt so daB ein Blick ss 
auf die elektroaischen Bauteile nicfat gewahit wird. Die 
ScMchten 5, 6» 7 werden durch Anweadung von Drock und 

der lamimert Aufgnmd der Ibmpnaturempfindfichkeit des 
Bekuolyts ist die Lamimefui^ mitiels Xleber zu bevotzu- fio 
gen. Wichtig ist eine voUstSndige Abdichmng insbcsondere 
des Batteriebereichs gegen Feuchtigkeit, da heute erfa31tU- 
che Elektrolyten sehr feucfatigkeitsempfindUch sindL 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundliegenden Kon- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicbt als Fertigteil, sondem 65 
Eizeugung der Batterie im Zuge der Kartenfeitigung, indem 
die ohnehin vorfaandenen Ldterbahnstrukturen die Hektro- 
den fur <fie Batterie bilden - gestattet einer ^^elzahl von Ab- 



757 Al 

4 

wandhBigeD des vorstehend beschiiebeaeD HerstelluDgsve^ 
fabxem wie der daxnU bersteUbaxen Qupkaite. Insbcsondere 
kann der Aufbau der anband der Fl^ 1 und 2 beschxiebenea 
Chipkarte hinachtlicfa der Bauelemente oder hinslcbtfidi 
der Zahl der Schichten geSndert werden. Altemativ zur elek- 
trischcn Bnbeziefauxig des Qups 1 nur Qbcr eine tr9gei^ 
schichTsfttige Leiterbahnstruktur kann eine den rhip 1 auf 
zwd Seiten kontakiiereode Verbindung vorgesehen sein, bei 
der der Qnp auch durch die Gegenleitetbahnstxuktur kon- 
taktiertist 

Patcntanspf flchff 

1. ^fei£Bhrea zur HeisteUung einer Cbipkaiie (10) mit 
integrierter Sliomquelle (3X nmfassmd die Scfacitte: 

- Aufbringen einer ersteo Leiterbahnstruktur (8) 
auf eine THigerschicht (6) der Chipkarte (10), 

- Aufbringen einea Elektiolyts ^) 0ber einem 
Ibilbereich (8b) der enten Ldterbahnstruktur (8) 
und 

- Aufbtingen einer zweiteo Ldterbahnstruktur 
(9) mit einem Tdlberdcfa (9b) der zweiten Ldter- 
bahnstruktur (9) Ober dem Elektrolyt (UX so dafi 
die Tdlberdche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 
(8 bzw. 9) ID direktem Kontakt mit dem Elebrolyt 
(11) stefaen und gegenpolige Elektroden fOr den 
Elektrolyten (12) bilden. 

2. ^fei&hrai nach Anspnidi 1, dadurch gekemizdch- 
net, daB als Elektrolyt (U) dne Hektrcdytpaste ver^ 
wendetwinL 

3. Afer£ahren nacb Anspcuch 2, dadurch gekemizekh- 
net, daB der Elektrolyt (11) im Siebdruckverfahren auf- 
gdxracfat wild. 

4. Vcrfahren nacb Anspnich 2, dadurch gekemizeicb- 
net, daB der Elektrolyt (U) unter \^rwendung dner 
Masks aufgetrageo wird. 

5. ^%c&hrea nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
oet, daB als Elektrolyt (U) dne Elektro^olie verwen- 
detwiid. 

6. Nfer&hren nach einem der An^trOche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet daB die zweite Ldterbahnstruk- 
tur zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier^ 
technik aufgd>racht wird. 

7. Vofahren nach einem der An^)rflche 1 bis 6, da- 
durch gekennzdchnet, dafi die erste Ldterbahnstruktur 
(8) und die zweite Ldterbahnstruktur (9) aufier den 
Idlbereichen (8b bzw. 9bX die als Elektroden fDr den 
Elektrolyt d ie nen, jewdls dnen zwdten Tdlberdch 
(8c bzw. 9c) umfassen, <fie ab Elektroden fUr ein Dis- 
play (2) und/bder dne l^statur cBenen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3X umfas* 
send eine erste Ldtetbahn^ruktur (8) mit einem Tdl- 
berdch (8b) und eine zwdte LdterbahnstrukfOr (9) mit 
dncm Tdlberdch (9b), wobd zwischen den Idlberei- 
cfaen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist daB 
sid) <£e Tdlbereiche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 
(8, 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be- 
finden und gegenpolige Elektroden fUr dea Elektrolyt 
ten (U) bilden. 

9. Chipkarte nadi Anspnidi 8, dadurch gekennzeicb- 
net, daB ^ Trilberetche (8b, 9b) der eisten und zwei- 
ten Ldierbahnstruk&iren (8, 9) Qberdnander angeoid- 
netsind. 

10. Chipkarte nach An^such 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzdchnei, daB der Elektrolyt dne Paste oder FoUe 

ist 

11. ChipkaitenacheinemderAnsprik±e 8 bis 10, da- 
durch gekennzdchnet, daB die Ldteibabnstnikturen (8, 
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9) aufier den Itilberdcfaen (8b, 9b), die als Elektrodeo 
Gsr den Hdandyteo (U) <fieoen, weitere Ifeilbetcicfae 
(8c b2w. 9c) aufweisen, die aU Eteklioden fOr ein Dis^ 
pUy (2) tmd/oder eine l^statur dieoen. 

Ifierztt 1 SeiteCn) Zeicfanungen 
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